KARTA PRZEDMIOTU

Jezyk angielski w INZYNIERII PRODUKCJI PROCESOROW KOMPUTEROWYCH, poziom B2+

Opis Przedmiotu

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Jezyk obcy

Wersja przedmiotu

1

A. Usytuowanie

przedmiotu w toku studiéow

Poziom ksztatcenia

Studia | stopnia

Formaitryb
prowadzenia
studiéw

Studia stacjonarne

Kierunek studiow

Wydziat Inzynierii Produkcji

Profil studiow

Profil ogélnoakademicki

Specjalnos¢

Wszystkie specjalnosci

Jednostka
realizujaca
przedmiot na
zlecenie jednostki

Studium Jezykdw Obcych

prowadzacej
przedmiot
Koordyr?ator mgr Joanna Szymanska
przedmiotu

B. Ogdlna charakterystyka przedmiotu
Jezyk obcy jezyk angielski
Poziom przedmiotu B2+

Status przedmiotu

Do wyboru w ramach obowigzkowych godzin jezyka obcego

Jezyk prowadzenia
zajec

angielski

Usytuowanie
przedmiotu w planie
studidow — semestr
nominalny

semestr 2-6, przedmiot wybierany przez studenta po zdaniu Egzaminu Acert.

Student moze sie zapisac na lektorat najwczesniej od tego semestru, na
ktorym zaczyna sie nauka jezyka obcego na jego wydziale.

Wymagania wstepne

Poziom B2:

Osoba postugujgca sie jezykiem na tym poziomie rozumie znaczenie
gtéwnych watkdw przekazu zawartego w tekstach i dyskusji na tematy
ogdblne oraz techniczne z zakresu jej specjalnosci. Potrafi porozumiewac sie
ptynnie i wystarczajgco spontanicznie, by prowadzi¢ normalng rozmowe
zrodzimym uzytkownikiem jezyka. Potrafi formutowaé przejrzyste
wypowiedzi ustne lub pisemne, a takie wyjasnia¢ swoje stanowisko
w sprawach, bedgcych przedmiotem dyskus;ji.

Limit liczby
studentow

12-18

C. Efekty ksztatcenia i sposob prowadzenia zajec

Cel przedmiotu

Podniesienie znajomosci jezyka powyzej poziomu B2 poprzez wprowadzenie
elementéw jezyka specjalistycznego zwigzanego z inzynierig produkgcji,
a w szczegblnosci z procesami produkcyjnymi procesorow komputerowych.
Przygotowanie studenta do podjecia dalszych studiéw lub pracy za granica

lub w firmach zagranicznych.




Efekty ksztatcenia

Wiedza

Student dysponuje odpowiednim zakresem stownictwa w sprawach
zwigzanych ze specjalnoscig produkcji tranzystoréw krzemowych.
Student uzyskat praktyczne umiejetnosci wypowiadania sie
w zakresie technologii produkcji procesoréw.

Umiejetnosci

Pisanie: Potrafi napisa¢ raport, notatke stuzbows i list z zapytaniem
w zakresie zwigzanym z problematykg technologii proceséw
produkcyjnych w dziedzinie komputeréw.

Czytanie: Rozumie dtugie i skomplikowane instrukcje dotyczace
inzynierii produkcji komputerowej.

Mowienie: Potrafi dokona¢ prezentacji dotyczacej tematyki
produkcji czesci komputerowych, ze szczegdlnym uwzglednieniem
produkcji tranzystoréw krzemowych. Umie komunikowaé sie
i dyskutowac¢ w zakresie technologii produkcji procesordéw.

Stuchanie: Potrafi zrozumiec¢ gtéwne tresci wyktadéw oraz innych
form prezentacji akademickich/zawodowych zwigzanych z tematem
produkcji chipow.

Kompetencje
spoteczne

Jest Swiadom rdznic kulturowych i wynikajgcych z nich norm
zachowania. Zna normy socjolingwistyczne (np. formy zwracania sie
do klientdw, przetozonych). Umie pracowa¢ w grupie zgodnie
z przydzielona rola.

Formy zajeé
dydaktycznych

Cwiczenia
30 godzin

Tresci ksztatcenia

A Historia chipa komputerowego:

1. Modzg komputera: jak dziata procesor komputerowy? Z czego
zbudowane s3 elementy hardware’u i jak sie je produkuje? Czym sg
potprzewodniki?

2. Jakie byty poczatki: od maszyn liczacych i komputeréw lampowych po
chip krzemowy. Co to jest uktad scalony? Wzrost wyktadniczy ilosci
tranzystoréw a moc obliczeniowa komputera.

3. Dolina Krzemowa. Wielkie fabryki czesci komputerowych. Wynalazcy.

B Krzem

4. Wiasciwosci chemiczne i fizyczne krzemu. Produkcja czystego
krzemu. Electronic Grade Silicon

5. Zastosowanie krzemu w innych dziedzinach przemystu.

C Ingot krzemowy

6.

9.

Metody produkcji monokrysztatu krzemowego:

— proces Bridgmana

— metoda Czochralskiego

— topienie strefowe

Metoda Czochralskiego.

Producenci monokrysztatéw: niemiecka firma Wacker Siltronic,
amerykanska MEMC Electronic Materials, Inc.. Proces produkcyijny,
zatoga, wyposazenie. Co to jest cleanroom?

Ciecie wafli krzemowych i ich obrébka. Szlifowanie, polerowanie.

D Tranzystory. Uktady scalone. Procesory

10.

11.

12.

Tranzystory na krzemie: budowa i funkcja tranzystora krzemowego.
Rodzaje i funkcje uktadéw scalonych. Bramki logiczne.

Obrdbka wafli krzemowych: Fotolitografia. Epitaksja, maskowanie,
naswietlanie, fotorezyst i inne.

Etapy finalne: metalizacja, tgczenie w kosci, dystrybucja. Wirtualna
wizyta w fabryce procesordw.




Metody sprawdzania
efektéw

- test koncowy ze stownictwa tematycznego
-> aktywnos¢ na zajeciach, udziat w dyskusjach
-» indywidualne prezentacje

Egzamin

nie

Literatura

materiaty wtasne: strony internetowe firm produkcyjnych

Witryna www
przedmiotu

wWww.sjo.pw.edu.pl

D. Nakfad pracy studenta

Liczba punktow ECTS

2

Liczba godzin pracy
studenta zwigzanych
Z osiggnieciem
efektdw ksztatcenia

30 godzin zajecia + 30 godzin pracy wtasnej studenta (w tym przygotowanie
do zajec i do prezentacji, przygotowanie do testu zaliczeniowego)

E. Informacje do

datkowe

Uwagi

Wymagania do
zaliczenia

Mobecno$é na zajeciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecnosci)
Maktywne uczestnictwo w zajeciach

Mprezentacja

Muzyskanie pozytywnej oceny z testu zaliczeniowego (waga oceny z testu
zaliczeniowego w ocenie kofncowej: 60%)

Aktualizacja na www.sjo.pw.edu.pl

Data aktualizacji



http://www.sjo.pw.edu.pl/
http://www.sjo.pw.edu.pl/

